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1.1 Bereik van dit document   Deze norm is een verzameling van visuele acceptatie eisen voor geassembleerde elektronica. Deze 
norm bevat geen eisen voor de beoordeling van microsecties (sleeves).

Dit document beschrijft acceptatie eisen voor de productie van elektrische en elektronische apparaten. Vroegere normen voor 
de elektronica assemblage bestonden uit een meer uitgebreide handleiding over principes en technieken. Voor een beter begrip 
van de in dit document beschreven aanbevelingen en eisen, kan het zinvol zijn om dit document te gebruiken in combinatie met  
IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 en IPC J-STD-001.

De criteria in deze norm zijn niet bedoeld om processen voor assemblagewerkzaamheden vast te leggen, tevens is deze ook niet 
bedoeld om reparatie/modificatie of de verandering van het product vrij te geven. Dat men bijvoorbeeld criteria voor het verlijmen 
van componenten aangeeft betekent niet dat het gebruik van lijm vereist of geoorloofd is, een afbeelding van een draad die 
met de klok mee om een terminal gewikkeld is houdt niet in dat het vereist is dat alle uitlopers/draden met de klok mee moeten  
zijn gewikkeld.

Gebruikers van deze norm dienen te begrijpen hoe de eisen en voorschriften te interpreteren en hoe ze toegepast dienen te 
worden, zie 1.3 Klasseificatie.

De IPC-A-610 beschrijft criteria, die buiten het bereik van de IPC J-STD-001 vallen, zoals mechanische en andere 
vakbekwaamheidseisen. Tabel 1-1 is een overzicht van gerelateerde documenten.

Tabel 1-1 Overzicht van gerelateerde documenten

Document doel Spec. Nr. Definitie
Ontwerp norm IPC-2220 Fam

IPC-7351
IPC-CM-770

Ontwerp eisen weerspiegelen drie niveaus van complexiteit (level A, B en C), die een 
indicatie zijn voor de fijnere geometrie, grotere dichtheid en meer stappen om het product 
te produceren.
Component en productieproces richtlijnen voor het ontwikkelen van printplaat en 
geassembleerd product waarbij het productieproces van de printplaat zich concentreert 
rondom eilanden voor oppervlakte montage en het product zich concentreert rondom 
oppervlakte montage én conventionele montage, die meestal in het ontwerp proces en de 
documentatie zijn samengevoegd.

Printplaateisen IPC-6010 Fam
IPC-A-600

Eisen en acceptatie documentatie voor starre, star-flexibele, flexibele en andere types 
substraten

Eindproduct 
documentatie

IPC-D-325 Documentatie met eisen voor kale printplaten of het eindproduct. Details kunnen al dan 
niet refereren aan industrienormen of vakbekwaamheidnormen, maar ook klant specifieke 
voorkeuren of interne normeisen.

Proceseisen norm J-STD-001 Eisen voor gesoldeerde elektrische en elektronische producten met beschrijvingen van 
minimale acceptatie kenmerken voor het eindproduct, maar ook methoden voor evaluatie 
(test methoden), test frequentie en de toepassingsmogelijkheden van procescontrole 
eisen.

Acceptatie norm IPC-A-610 Een geillustreerd document waarin diverse karakteristieken van de printplaat en/of het 
product voor zover van toepassing met betrekking tot wenselijke condities, die de minimale 
acceptatie karakteristieken, aangegeven in de eindproduct prestatie norm, overschrijden 
en het weerspiegelt verschillende buitensporige (procesindicator of defect) condities om 
hiermee degene die de productie processen moeten evalueren te helpen bij het nemen 
van beslissingen met betrekking tot corrigerende maatregelen.

Training programma 
(Optioneel)

Gedocumenteerde training voor proces, procedures, technieken en acceptatie eisen.

Rework en Repair IPC-7711
IPC-7721

Documentatie die voorziet in de procedures voor het verwijderen en aanbrengen van 
conforme coating en componenten, soldeermasker reparaties en modificatie/reparatie van 
het laminaat materiaal, sporen en doorgemetalliseerde gaten.

IPC-AJ-820 is een ondersteunend document met informatie betreffende de intentie van de inhoud van deze specificatie, en het 
legt uit of versterkt de technische beweegredenen achter het beoordelen van de limieten van aanvaardbaar tot defect criteria. Ook 
wordt ondersteunende informatie verstrekt om een beter begrip te verkrijgen van procesoverwegingen en hun invloed op prestaties 
maar die gewoonlijk niet herkenbaar zijn door visuele beoordelingsmethodes.

1 Algemeen
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De uitleg in de IPC-AJ-820 komt van pas bij het nemen van beslissingen omtrent het rangschikken van condities die geïdentificeerd 
zijn als defect, de processen die leiden tot procesindicatoren, maar geeft ook antwoord op vragen die betrekking hebben op 
verduidelijking van het gebruik en de toepassing van bepaalde inhoudelijke aspecten van deze specificatie. Een contractuele 
verwijzing naar IPC-A-610 legt niet automatisch het gebruik van de inhoud van de IPC-AJ-820 op tenzij er specifiek in de 
contractdocumentatie naar wordt verwezen.

1.2 Doelstelling   De visuele normen in dit document geven de eisen weer van bestaande IPC en andere van toepassing zijnde 
specificaties. Opdat de inhoud van dit document toepasbaar is, zou het geassembleerde product aan andere bestaande IPC eisen 
moeten voldoen, zoals IPC-7351, de IPC-2220 reeks, de IPC-6010 reeks en IPC-A-600. Als het product niet voldoet aan deze of 
gelijkwaardige eisen, dan moeten de acceptatie eisen worden gedefinieerd tussen klant (gebruiker) en leverancier.

De illustraties in dit document geven die specifieke punten weer die aangeduid zijn in de titel van elke pagina. Een korte beschrijving 
volgt bij elke illustratie. Het is niet de bedoeling van dit document om het even welke aanvaardbare procedures uit te sluiten, zoals 
gebruikt voor het plaatsen van componenten of het aanbrengen van flux en het solderen van de elektrische verbindingen, maar met 
de gebruikte methodes moeten wel soldeerverbindingen geproduceerd worden, die conform zijn met de acceptatie eisen zoals 
beschreven in dit document.

In geval van tegenstrijdigheid heeft de beschrijving of geschreven criteria altijd prioriteit over de illustraties.

Normen kunnen op elk moment worden bijgewerkt, dit geldt evenzeer voor de gebruikelijke wijzigingen. Het gebruik van een 
wijzigingsdocument of een nieuwere revisie is niet automatisch vereist.

1.3	Classificatie	 	De gebruiker (klant) heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het vastleggen van de klasse waarin de 
assemblage wordt beoordeeld. Wanneer de gebruiker geen acceptatieklasse heeft vastgesteld en gedocumenteerd, mag de 
fabrikant dit zelf doen.

De criteria in dit document worden weergegeven voor drie productklassen, deze zijn als volgt:

Klasse 1 – Algemene elektronische producten
Omvat producten geschikt voor toepassingen waarbij de belangrijkste eis het functioneren van het eindproduct is.

Klasse 2 – Toegewijde service elektronische producten
Omvat producten waarbij aanhoudende prestaties en lange levensduur van belang zijn en waarbij ononderbroken dienst gewenst 
is, maar niet kritisch. Over het algemeen zal de omgeving waarin het product gebruikt wordt geen storingen veroorzaken.

Klasse 3 – Hoge betrouwbaarheid elektronische producten
Omvat producten waarbij aanhoudende prestaties of ‘dienst op afroep’ kritisch is, uitval van apparatuur kan niet worden 
geaccepteerd, producten kunnen blootgesteld worden aan extreme omstandigheden, en de apparatuur moet ten alle tijden 
functioneren als dit verlangd wordt, zoals bij levensondersteunende machines en andere kritieke systemen.

1.4 Maateenheden en toepassingen    Deze norm gebruikt het Internationaal Systeem van Eenheden (SI = System International) 
in overeenstemming met ASTM SI10, IEEE/ASTM SI 10, hoofdstuk 3. De vergelijkbare Imperial English afmetingen staan 
tussen haakjes. De SI-eenheden die in deze norm worden gebruikt zijn millimeter (mm) [in] voor afmetingen en dimensionale 
toleranties, graad Celsius (°C) [°F] voor temperatuur- en temperatuurtoleranties, gram (g) [oz] voor gewicht en lux (lx) [footcandles]  
voor verlichting.

Opmerking: deze standaard gebruikt andere SI-prefixen (ASTM SI10-10, sectie 3.2) om nullen voor de komma te elimineren 
(bijvoorbeeld	0,0012	mm	wordt	1,2	μm)	of	als	alternatief	voor	machten	van	tien	(3,6	x	10³	mm	wordt	3,6	m).

1.4.1	 Verificatie	 van	 afmetingen	 	 	 	Daadwerkelijk meten van de afmetingen van gemonteerde onderdelen en afmetingen van 
soldeerhoeken en het bepalen van percentages is niet vereist, behalve voor arbitrage doeleinden. Om te bepalen of aan de 
specificaties van deze norm wordt voldaan, moet u alle waargenomen of berekende waarden “naar de dichtstbijzijnde eenheid” 
afronden naar het laatste rechtse cijfer dat is gebruikt bij het weergeven van de specificatiegrens, in overeenstemming met de 
afrondmethode van de ASTM E29. Bijvoorbeeld, specificatie van 2,5mm max, 2,50mm max, of 2,500 mm max, rond men het 
gemeten getal af tot het dichtbijzijnde 0,1mm, 0,01mm of 0,001mm en vergelijkt het dan met de vermelde waarde in de standaard.

1.5		Definitie	van	de	eisen					Dit document beschrijft acceptatie eisen voor geassembleerde elektronicaproducten. Als een eis niet 
ingedeeld kan worden in de aanvaardbaar, proces indicator of defect categorie, word het woord “moet” gebruikt om deze eis te 
omschrijven. Wanneer in deze norm niet anders aangegeven is, zal met het woord “moet” aangegeven worden dat een eis verplicht 
is voor fabrikanten van alle productklassen en het niet voldoen aan een dergelijke eis betekent niet conform zijn met deze norm.
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